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Abstract (en)
The invention is based on the object of producing multiple connections, which can be deformed within specific limits, for the electrical connection
of micro-electronic components, which compensate for the most varied thermal expansion of the chip and substrate or other similarly constructed
electronic components, which are to be connected to one another, with a space requirement that is as small as possible. The solution of this object
is characterised in that a plate-type material, whose properties can be altered by high-energy radiation, is used to produce a plate-shaped mould
by means of partial irradiation and partial removal of this material, while utilising the different material properties generated by the irradiation,
the resulting form containing structures of connecting elements at predetermined positions, whose height is a multiple of their smallest lateral
dimensions, in that the structures are galvanically filled with metal, the galvanically generated connecting elements are fixed on a substrate plate or
on a retaining plate, and the mould is removed.

Abstract (de)
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in gewissen Grenzen verformbare Vielfach-Verbindungen fir den elektrischen Anschluf3
mikroelektronischer Bauelemente herzustellen, die bei méglichst geringem Platzbedarf die unterschiedliche thermische Ausdehnung von Chip
und Substrat oder anderer &hnlich aufgebauter elektronischer, miteinander zu verbindender Bauelement ausgleichen. Die Lésung dieser Aufgabe
ist dadurch gekennzeichnet, daB aus einem durch energiereiche Strahlung in seinen Eigenschaften veranderbarem, plattenartigen Material
durch partielles Bestrahlen und partielles Entfernen dieses Materials unter Ausnutzung der durch die Bestrahlung erzeugten unterschiedlichen
Materialeigenschaften eine plattenartige Form erzeugt wird, die an vorgegebenen Positionen Strukturen von Verbindungselementen enthalt, deren
Hohe ein Vielfaches ihrer kleinsten lateralen Abmessungen betragt, daf3 die Strukturen galvanisch mit Metall aufgefillt werden, die galvanisch
erzeugten Verbindungselmente auf einer Substratplatte oder einer Halteplatte fixiert werden, und die Form entfernt wird.
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